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                                  2018 年 4 月 吉日 
 
お客様 各位 

 

材料・素材の研究開発に携わる皆さまへ！ 

第 12 回 スプレードライ セミナー2018 

開催のご案内 
 

 

 拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

 さて弊社では、恒例の「スプレードライ セミナー」を以下の予定で開催いたします。 

参加費は無料です。 

 

東京： 2018 年 5 月 22 日（火） 

大阪： 2018 年 5 月 24 日（木） 

（時間：13：00～17：00） 

 

本セミナーは、装置メーカーと使用者であるお客様の双方の観点からスプレードライの基

礎と応用、そして実例や新技術などを中心に分かりやすい内容で紹介し、実機の展示も含め

てお客様のお役に立てるセミナーを目指したコンテンツを予定しております。 

また今回のセミナーでは特別招待講演として、広島大学・荻先生による講演も予定してお

ります。演題についてはプログラムをご参照ください。 

 

参加ご希望のお客様は、この案内状に添付の申込用紙をご利用ください。 

お申込みは、必要事項を明記の上、e-mail または FAX にて 5 月 11 日（金）までにご返信

をお願い申し上げます。 

                                    敬 具 

                             日本ビュッヒ株式会社 
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東京会場（TKP スター貸会議室 根津） 
日時： 2018 年 5 月 22 日（火） 13：00～17：00 （受付 12:30～） 

所在地：  東京都台東区池之端 2-7-17 井門池之端ビル ８階 

アクセス： 地下鉄千代田線 根津駅 2 番出口 不忍通り沿いを上野方面へ徒歩 2 分 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

大阪会場（新大阪丸ビル新館 602 号室） 
日時： 2018 年 5 月 24（木） 13：00～17：00 （受付 12:30～） 

所在地： 大阪市東淀川区東中島 1-18-27 新大阪丸ビル新館 ５階 

アクセス： 新大阪駅 東口を出て交差点を直進、細い路地の突きあたりを左へ徒歩 3 分 
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スプレードライ セミナー  
2018 プログラム 

 

日  時   東 京： 2018 年 5 月 22 日（火） 13:00 ～ 17:00 

大 阪： 2018 年 5 月 24 日（木） 13:00 ～ 17:00 

 

 

（敬称略） 
12:30～  受付  
 
13:00～13:05 開会のご案内 
 
13:05～14:00 講演 「スプレードライ ①」 

基礎と応用事例・ヒントとテクニック・スケールアップの考え方、など 
日本ビュッヒ株式会社 大平幸一 
 

14:10～14:50 講演 「スプレードライ ②」 
小型スプレードライヤーで対応可能な粒子径範囲の進化 

日本ビュッヒ株式会社 大平幸一 
 
14:50～15:20  展示装置の見学 及び ご休憩（グループ別） 

 展示装置の紹介（スプレードライヤー） 
 休憩（個別の質疑応答などにもご利用ください） 

 
15:20～16:30 特別講演  

噴霧法による機能性微粒子のナノ構造化と特性評価 
広島大学 大学院工学研究科 化学工学専攻 荻 崇 

 
16:30～16:40  アンケートのご記入と閉会のご案内 
 
16:40～17:00 自由時間 

個別の質疑応答や展示装置のご見学にご利用ください。 
ご用がお済みのお客様は、ご自由にご退館いただけます。 
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「スプレードライ セミナー2018」日本ビュッヒ㈱ 宛 
 

e-mail:  nihon@buchi.com  
 
FAX:   03-3821-4555 
TEL:     03-3821-4777 

 
 
「スプレードライ セミナー2018」参加申込用紙 
 

 
 □ 東京会場： 2018 年 5 月 22 日（火）に参加します。 
 
 □ 大阪会場： 2018 年 5 月 24 日（木）に参加します。 
 

 
参加者名（※）：                                    

 

御社／施設名：                                    

 

部署名：                                       

 

役職：                                        

 

所在地：                                       

 

TEL／FAX：                                     

 

e-mail：                                        

 

どのようなアプリケーションにご興味をお持ちですか？ 

 

                                         

 
（※） 

複数名のお申込みを頂いた場合で申込が定員に達した場合は、お申込み後に参加人数の調整をお願いする

場合がございます。何卒ご了承ください。 


